	ATTIVITA' SVOLTA FINO A GIUGNO 2009 

	Al momento della sottomissione dei preventivi 2010, VIPIX ha ricevuto solo una parte molto esigua dei finanziamenti referati dalla Commissione V nel settembre 2008. Malgrado ciò, nella prima metà del 2009 VIPIX ha impostato il lavoro di investigazione delle tecnologie ad integrazione verticale (VI = Vertical Integration) secondo le linee previste dal programma di ricerca sottomesso nel 2008. 


WP1 - Sensori ed elettronica di front-end (G. Rizzo/L. Ratti) 
Nella prima metà del 2009, questo WorkPackage ha impostato la progettazione di MAPS (Monolithic Active Pixel Sensors) basati sulla tecnologia a integrazione verticale di Tezzaron/Chartered. Il lavoro ha preso le mosse dalla caratterizzazione del chip MAPS APSEL4D1 (SLIM5), realizzato nella tecnologia 130 nm di STMicroelectronics utilizzando il concetto della Deep N-Well, in una struttura classica bidimensionale. Il chip è stato provato in laboratorio e su fascio al CERN (ospiti testbeam ATLAS-LUCID con telescopio di SLIM5). 
Inoltre, il gruppo VIPIX ha collaborato alla sottomissione di strutture di test MAPS su due layers CMOS nella tecnologia Chartered/Tezzaron (run pilota finanziato da P-ILC). 
Nella prospettiva della prima sottomissione VIPIX nel processo Tezzaron/Chartered con grandi matrici MAPS e chip di lettura per sensori a pixel ad alta resistività, è stata effettuata la simulazione VHDL delle architetture di readout di queste due tipologie di sistemi a integrazione verticale ed è stato avviato il lavoro di progetto delle celle elementari. 
Si può quindi valutare che la milestone fissata a ottobre 2009 (Definizione della cella elementare e dell’architettura di readout delle matrici MAPS e del chip di front-end per pixel ibridi da realizzare in VI nel I run Chartered/Tezzaron) sia stata realizzata al 70%. Questo è un buon punto di partenza in previsione della prima sottomissione VIPIX delle matrici MAPS e del chip di front-end per pixel ibridi nella tecnologia Chartered/Tezzaron (milestone 12/2009). 
E' stato inoltre avviato lo studio delle tecnologie per integrazione di sensori a pixel ad alta resistività e chip di front-end realizzato in VI (bump-bonding e integrazione verticale) e la definizione delle specifiche per la matrice di sensori a pixel su alta resistività. La relativa milestone (12/2009) è attualmente realizzata a un livello > 50%. E' stato appurato che la connessione con bump bonding e' possibile con IZM-Berlino su chip singoli, mentre con SELEX è fattibile se sono disponibili wafer completi. 
E' attualmente in corso di studio l'integrazione verticale fra sensore e chip di lettura con il processo DBI (Direct Bond Interconnect) di Ziptronix. 


WP2 - Trigger/DAQ (M. Villa) 
L'attività del WP2 nella prima parte del 2009 si è articolata su piu' fronti. E' stata avviata l'integrazione del readout delle matrici RAPS (Perugia) nel framework generale del sistema di DAQ che era stato sviluppato per l'esperimento SLIM5. Sono state studiate le schede di acquisizione di SLIM5 (EDRO) per aumentare la bandwidth di trasferimento dati in previsione di test con dispositivi a integrazione verticale. Sono state studiate le schede delle Memorie Associative in attesa di fare un test congiunto AM-Edro. 

WP3 - Integrazione, Meccanica e beam test (S. Bettarini) 
E' stata avviata l'attività di produzione e caratterizzazione termofluidodinamica di prototipi a mini/micro-canali in ceramica. Si può valutare che la milestone fissata al giugno 2009 (Caratterizzazione sperimentale/confronto modelli FEA di prototipi a scambio termico monofase con microcanali realizzati su materiale ceramico) sia stata realizzata al 50%. E' stato fatto il lavoro su AlN in geometria a singolo canale (meato). Attualmente si è pronti per la produzione di prototipi di moduli a micro-canali (presenti sia le ceramiche lavorate che le interfacce). 
Per quanto riguarda la realizzazione di microcanali integrati nel Si, è stato avviato il lavoro con FBK-IRST. E' stata realizzata una piccola pre-produzione (3 wafers, con ritagli di maschere) come studio di fattibilita' (da valutare con SEM@FBK) in previsione di un batch a ottobre. 


La collaborazione VIPIX ha allacciato stretti rapporti con la comunità internazionale che sviluppa dispositivi a integrazione verticale. I gruppi aderenti a VIPIX fanno parte del Consorzio 3D-IC (3dic.fnal.gov) promosso dal Fermilab, che ha lo scopo di investigare le varie opzioni tecnologiche e di definire le applicazioni che possono trarre il massimo beneficio dall'integrazione verticale. La rilevanza internazionale di VIPIX è confermata dal fatto che il responsabile nazionale dell'esperimento è entrato a far parte del "Facilitation Group for networking between R&D efforts on monolithic and vertically integrated pixel detectors". Questo gruppo è stato formato dai management di CERN, KEK e Fermilab per stimolare la collaborazione fra la comunità internazionale dei rivelatori a pixel. 


	ATTIVITA' PREVISTA PER L'ANNO 2010

	Dal 2010, aderisce a VIPIX il gruppo della Sezione di Milano che ha collaborato ai primi sviluppi sul fronte dell'integrazione verticale nell'ambito delle attività legate all'International Linear Collider. 


WP1 - Sensori ed elettronica di front-end (G. Rizzo/L. Ratti) 
Nel 2010 l'attività sarà concentrata sulla caratterizzazione dei MAPS_VI e chip di front-end VI per pixel ad alta resistività fabbricati nel I run Chartered/Tezzaron VIPIX (lab test + beam test congiunto con P-SuperB). 
Sulla base dei risultati dei test verrà ottimizzato il progetto dei dispositivi in preparazione del II run Chartered/Tezzaron VIPIX. 
Verrà fabbricato presso FBK-IRST un batch di sensori ad alta resistivita’ che verranno successivamente interconnessi con chip di front-end realizzati con VI nel I run. 
Sui dispositivi realizzati verranno effettuati studi di danno da radiazione. 

WP2 - Trigger/DAQ (M. Villa) 
Nel 2010 è prevista l'integrazione dei sistemi di DAQ delle matrici RAPS (Perugia) e MIMOROMA2 (Roma3) nel framework generale. Verranno sviluppate nuove schede di acquisizione EDRO e verranno condotti tests con memorie associative. Il sistema completo verrà collaudato prima delle attivita' di beam test con dispositivi a integrazione verticale. Tutte queste attività verranno finalizzate nel beam test al CERN. 

WP3 - Integrazione, Meccanica e beam test (S. Bettarini) 
Per quanto riguarda gli studi sul raffreddamento dei dispositivi a integrazione verticale, nel 2010 si passerà dai prototipi su pezzi meccanici alla realizzazione, con DRIE, di microcanali per il cooling su chip CMOS del primo run VIPIX Tezzaron/Chartered, con wafer > 4". Saranno verificate le funzionalita' elettriche in condizioni operative (sotto flusso di liquido di raffreddamento). 
Verranno finalizzati su rivelatori gli studi di SLIM5 sulla caratterizzazione meccanica di campioni di Si assottigliato (50 um) sotto sollecitazione meccanica. 
Nell'ottica di realizzare un layer di rivelatori a pixel a simmetria cilindrica, verranno valutate le performance di sensori e chip di front-end sotto stress meccanico da piegatura, utilizzando: 
1) sensori ad alta resistivita' piegati usando quelli da 200 um e qualche rivelatore assottigliato con TMAH dei vecchi lotti PRIN. 
2) chip di front-end_VI o chip MAPS con fanout multicable se disponibile; in questo caso si taglia la fetta Tezzaron piu' grande intorno al chip 32x128 in modo da avere silicio piegabile e poi si mette sotto test. 
Il WP3 di VIPIX avrà la responsabilità di organizzare e allestire il beam test 2010 con i dispositivi a integrazione verticale, in sinergia con SuperB. 


